金屬四點探針注意事項
· 量測範圍:   0.5 m to 400 M Ω∕square  。
· 量測前，請先將底下的pump開關打開，並確定晶片有吸附在量測平台上。
· 機台量測的數據請自行另紙抄寫，本機台不附列印與網路連線功能。
· 請注意試片大小需大於1cm x 1cm。
· 金屬薄膜的基板(substrate)以矽晶圓為主，若有其他材質請與工程師聯絡。
· 金屬薄膜最好沉積在SiO2或其他絕緣材質上，以得到較準確的數據。
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